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METODICKÝ LIST k DUM10.pdf ze šablony 04 Technická dokumentace 
sada 02 tematický okruh sady: Kreslení schémat 

Téma DUM: Schéma kladnice 

Anotace: Pracovní list procvi uje žáka ve tení výkresu sestavení, 
v rozpoznávání jednotlivých sou ástek sestavy, jejich funkce a 
pojmenování a nakreslení schématického výkresu 
zobrazovaného objektu. 

Autor: Ing. Ji í Placata 

Datum vytvo ení DUM: 20.5.2013 

Klí ová slova: tení 

výkres sestavení 

sou ástka 

schématický výkres 

kladnice 

Jazyk: eština 

Druh u ebního materiálu: Materiál je u ební pom ckou pro cvi ení 

Stupe  a typ vzd lávání: St ední odborné vzd lávání 

Ro ník: 1. ro ník vzd lávacího oboru v souladu ŠVP 

26-41-M/01 Elektrotechnika  

18-20-M/01 Informa ní technologie  

23-41-M/01 Strojírenství 

Typická délka použití: 40 minut 

ekávaný výstup: Vypln ná tabulka s pojmenováním jednotlivých sou ástek 
sestavy, stru ný popis funkce za ízení a nakreslení 
kinematického schématu.  

Speciální vzd lávací pot eby  
 

ešení: 
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íklad  – kladnice  

Pojmenování sou ástek:  
 
Poz. Název 

1 HÁK 
2 KLADKA 
3 VÍKO 
4 ÍDEL 
5 VÍKO 
6 KROUŽEK 
7 KROUŽEK 
8 KRYT KLADKY 
9 LOŽISKO 

10 LOŽISKO 
11 MATICE 
12 MATICE 
13 POJISTNÝ KROUŽEK 
14 ZÁVLA KA 
15 ŠROUB 
16 PLST NÝ KROUŽEK 

 
 
 

 
 
Popis funkce: Kinematické schéma: 
 
Na oba konce h ídele (4) jsou nasazeny kladky (2), 
otá ející se na valivém (dvou adém kuli kovém) 
ložisku (9). Ložiska jsou z obou stran chrán na víky 
(3) s plst ným t sn ním (16) p ed vnikáním ne istot. 
Na h ídeli je kladka proti vypadnutí zajišt na maticí 
(11) s pojistným kroužkem (13). Do p ného otvoru 
v h ídeli je vsazen hák (1), oto  uložený na axiálním 
ložisku (10). P ed ne istotami je ložisko chrán no 
kroužkem (6) a víkem (5). V h ídeli je hák upevn n 
pomocí korunové matice (12), jež je proti 
samovolnému uvoln ní pojišt na závla kou (14). 
Kolem kladek je v jejich spodní ásti nasazen 
ochranný kryt (8). 


